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Automatisierung, Prozess und
Equipment Entwicklung fiir 300mm
Produktionslinien

Die AP&S International GmbH ist ein fiih-
render Anbieter von Nassprozessldsungen
zur Oberflichenbehandlung von Wafern
unter Reinraumbedingungen. Deutsch-
landweit sind 125 Mitarbeitende fiir das
Unternehmen tatig, hinzu kommen weitere
Niederlassungen in Malaysia, Singapur,
China und Italien. Das Produktportfolio
umfasst manuelle, halbautomatische und
vollautomatische Nassprozessanlagen, die
fiir das Reinigen, Trocknen und Atzen von
verschiedenartigen Substraten eingesetzt
werden konnen. Anlagen von AP&S finden
ihren weltweiten Einsatz bei Unternehmen
aus der Halbleiterindustrie, der Opto-
Elektronik und der Sensorik sowie im
Forschungs- und Entwicklungssektor.

Herausforderungen

Leistungselektronik kommt in zahlreichen
wichtigen Anwenderbranchen wie der
Elektromobilitit, dem Maschinen- und
Anlagenbau, der Energietechnik sowie der
Informations- und Kommunikationstech-
nik zum Einsatz. In der industriellen Fer-
tigung von Leistungshalbleitern vollzieht

sich mittlerweile ein Wechsel von Wafern
mit 200 mm Durchmesser auf 300-mm-
Wafer, da so der Durchsatz erhéht und
die Kosten gesenkt werden konnen. Das
300-mm-Format bringt jedoch fr die

in der Leistungselektronik benétigten
Diinnwafer grofle Herausforderungen
mit sich. So miissen insbesondere fiir die
Prozessierung und das Handling der Wafer
neue technische Losungen entwickelt
werden. Die im Projekt geplante Anlagen-
plattform fiir 300-mm-Wafer erfordert
spezielle Handling-Vorrichtungen mit
hohen Anforderungen an Zuverlissigkeit,
Genauigkeit und Stabilitat. Um den fir
300-mm-Anlagen geforderten Automa-
tisierungsgrad zu erreichen, sind zudem
umfangreiche Anpassungen und Neuent-
wicklungen notig.

Zielsetzung

Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung
einer Anlagenplattform fiir das vollauto-
matische Handling und die nasschemi-
sche Prozessierung von Wafern mit 300
mm Durchmesser. Dabei sollen sowohl

Prozesse flir mikroelektromechanische
Systeme (MEMS) abgedeckt werden, die
iiber besonders tiefe Strukturen verfiigen,
als auch Halbleiterprozesse fiir neueste
Technologieknoten, die mit besonders
kleinen Strukturen verbunden sind und
Kontaminationen so weit wie moglich
ausschliefien miissen. Parallel hierzu wird
eine neue, modulare Softwareplattform
entwickelt, mit der im Sinne einer Indust-
rie 4.0-Integration die Fertigungsplanung
sowie der Durchsatz optimiert werden
konnen. Um die geplante Logistiksteue-
rung und die jeweilige automatisierte
Prozesssteuerung zu unterstiitzen, soll

im Vorhaben zusitzlich die Integration
neuer Sensorik zur Online-Analytik
bewerkstelligt werden. Ein europaischer
Anlagenbauer, der applikationsspezifische
Losungen fur die kritischen Fertigungs-
schritte auf dem zukunftstrachtigen
300-mm-Waferformat entwickelt, stiarkt
die gesamte Branche und tragt damit zur
erfolgreichen Umsetzung der Ziele des
integrierten europaischen Gesamtprojekts
bei.
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Losungsansatze

Die zu bearbeitenden Aufgaben im Projekt
umfassen die Entwicklung, Umsetzung
und Bewertung einer Anlagenplattform,
die die Prozess- und Logistikanforde-
rungen zukinftiger Nassprozessanlagen
ftr 300-mm-Wafer erfiillt. Ein Fokus

von AP&S liegt auf der Bearbeitung von
Sondersubstraten, insbesondere auf
ausgediinnten, flexiblen und damit bruch-
gefidhrdeten Waferdicken von 35-1000pum.
Die neue Plattform soll unter anderem
eine spezielle Logistik- und Lagerstation
beinhalten, welche die auf speziellen Sta-
bilisierungsringen aufgebrachten Wafer
automatisiert einzeln oder als Stapel aus
den Transportboxen in den Prozessbereich
uberfiihrt. Dartiber hinaus werden spezi-
elle Trocknungsverfahren fir die variablen
und tiefen Strukturen von MEMS ent-
wickelt. Um den hohen Automatisierungs-
grad auch softwareseitig angemessen
umzusetzen, entwickelt AP&S parallel zur
Anlagenhardware eine neue, modulare
Softwareplattform. Zur Unterstiitzung

der geplanten Logistiksteuerung und der
automatisierten Prozesssteuerung wird
im Projekt zusitzlich an der Integration
von neuer Sensorik zur Online-Analytik
gearbeitet. Dadurch werden neben einer
hochgenauen Prozesssteuerung auch ein
situativer Betrieb und bedarfsbestimmter
Austausch von Prozessbddern ermoglicht.

Perspektiven

Die von AP&S entwickelte modulare
Anlagenplattform bildet die Grundlage
far die Volumenproduktion innovativer
Produkte im Bereich der Leistungselektro-
nik. Auereuropiische Anlagenhersteller
adressieren nur bedingt die Anforderun-
gen der in Europa starken Anwendungen
MEMS und Leistungshalbleiter. Gerade
mit der im Projekt entstehenden modu-
laren Plattform kann AP&sS effizient
anwendungsspezifische Anforderungen
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der europiischen Mikroelektronik-
Fertiger erfiillen. Diese konnen mit den
innovativen Anlagen von AP&S qualitativ
hochwertigere Produkte kostengiinstiger
herstellen. Um die Weiterverbreitung der
Ergebnisse sicherzustellen, sind Koopera-
tion mit Universititen und Forschungs-
einrichtungen in Form wissenschaftlicher
Arbeiten und Publikationen geplant.
Durch dieses Projekt wird demnach auch
die Ausbildung von Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftlern
gefordert. Dartiber hinaus arbeitet AP&S
im Rahmen der Férdermafinahme
gemeinsam mit zahlreichen Unterneh-
men aus der Mikroelektronik-Branche
an der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung von Fertigungsprozessen fiir
Leistungshalbleiter.

Das Projekt von AP&S tragt mit der Ent-
wicklung der geplanten Anlagenplattform
fiir das 300-mm-Waferformat dazu bei, die
Schliisseltechnologie Mikro- und Nano-
elektronik als gemeinsames europdisches
Ziel voranzutreiben und die gesellschaft-
liche Herausforderung der Digitalisierung
anzugehen.
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